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　時代の要請によりプリント配線板の進歩（高密度化・高
集積化など）が進むとき，その裏にはプリント配線板製造
技術開発がある。新しい仕様のプリント配線板が普及する
とき，それを実用化するための製造技術の開発が不可欠で
ある。
　たとえば 1980年代後半から，微細配線を有するプリント
配線板を ICパッケージサブストレートとして用いられるよ
うになり，従来型のプリント配線板とは異なった『サブス
トレート』という大きな産業分野が形成されることとなっ
た。また，1990年代には HDI (High Density Interconnect)と
呼ばれるマイクロビアを有する高密度配線板を，ビルド
アップ工法により製造するという技術が開発され，それが
応用されて，さらなる高密度パッケージが実現されてきた。
　このような新規分野の製造でキーとなったテクノロジー
は，たとえばレーザー穴あけ技術，ビアフィリングめっ
き，SAP（Semi-Additive Process：セミアディティブ工法）
による微細回路形成技術などである。ここでは，活発な技
術開発競争が現在も続いている。
　このように，どのようなプリント配線板が今から求めら
れているのか，またそれを製造するために必要な製造技術
はどのようなものなのか，それを追求するのが実装技術者
の大きな使命である。当学会の春季講演大会で，配線板製
造技術委員会が担当している講演セッションの名前は，以
前は「配線板製造技術」だったが，数年前「配線板とその
製造技術」と変えた理由もここにある。
　配線板製造技術委員会の傘下にある次世代配線板研究会
は，「次世代の電子回路基板に関するニーズ，シーズの研究
を，構造・材料・プロセス（設備含む）など，総合的な観
点から研究を行う」という目的で設立された研究会であ
る。まさに，新しい配線板はどのようなものになるか調査
する研究会である。
　この次世代配線板研究会が，今年 2月 2日に公開研究会
「2.1D，2.5D実装の最新技術動向」を開催した。ICパッ
ケージがいまどの方向に進んでいるか取り上げた講演会で
ある。
　ICチップ上の回路微細化は進んでいるものの，有名な
ムーアの法則 (Moore’s law)を満たすような直線的な向上が
困難になってきて，2000年前後から 3次元 (3D) ICの開発

が始まった。シリコンチップに貫通孔 (TSV: Through Silicon 
Via)を設けて Z方向の相互接続を行い，複数のチップを上
下に重ね合わせる方法である。例えば，ASET（Association 
of Super-Advanced Electronics Technologies：超先端電子技術
開発機構）のドリームチッププロジェクトがその例であ
る。しかし 3D-ICの技術開発が完了したものの，さまざま
な要因により製品化はそれほど進んでいない。チップを縦
に積んだ 3Dではなく，2.5Dとか 2.1Dとか称されるソ
リューションが提案されているのが現状である。
　複数のチップは積み重ねではなく水平に配置して，半導
体技術を用いて微細配線を形成したシリコンインターポー
ザを下に置いて相互接続する方法が 2.5Dである。シリコン
インターポーザではなく，樹脂サブストレートの微細化，
あるいはガラスインターポーザを用いて構造を簡素化した
のが 2.1Dである。
　このように，ここには現在さまざまな開発努力が注入さ
れていて，激烈な開発競争が展開されている分野となって
いる。
　この特集は，上記の公開研究会の講演を元に，具体的実
施例の解説などを追加して再編成し，このホットな分野の
概要が把握できるよう企画したものである。
　無理とも思われる非常に短い期間で特集企画をまとめて
いただいた次世代配線板研究会の関係諸氏に，深く感謝の
意を表したい。
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